
广州出差报告 

--2020 年全国导热粉体材料创新发展论坛 

此次论坛共计 16 个报告，集中在一天进行汇报，参会人员有两百多近百家单位，包括

中科院几家单位、高校以及导热行业相关企业，现场参展单位有十多家，其中美国迈图、

汉高集团、法国圣戈班、美国肯纳金属、回天新材、德邦界面新材料、金戈新材、联瑞新

材、厦门钜瓷、上海百图、壹石通等产业链上下游企业都有在现场。报告主要是集中在导

热粉体材料的制备和应用，主要是氮化物粉体居多，目前的状况就是国内相关导热填料的

质量比日本、台湾的要差一些，但价格方面还是很高的，受制于研发生产的设备和工艺。

通过此次论坛可以了解目前导热填料以及应用的行业水平，每种材料的优缺点以及相关表

征等内容，同时认识了一些供应商和行业研究人员，为后续索样和交流打下了良好的基础。

报告的内容比较具体并具有一定的实用性，可以为后续研发提供参考。热管理的短板在于

基材的导热率很低、界面热阻大，可以在这方面的研究上下功夫。 

 

2016 年《自然》指出，由于散热问题无法解决，电子产品的发展将无法遵循“摩尔定

律”。电子产品失效案例中 55%的是由于温度原因造成的，所以如何实现电子器件的有效散

热已经成为热点科学问题。先进芯片工艺带来热点密度急剧升高，同时高度集成造成热量

大量集中，温度对产品性能和寿命的影响非常明显，以无线充电为例，30℃时两个多小时

就能充满，35℃就需要三个多小时，40℃就要四五个小时，已经完全没有市场竞争优势。

解决导热材料的难题，一方面可从导热材料自身出发，探讨不同导热材料的性能差异与先

进制备工艺； 另一个方面可从下游产业应用出发，总结各领域对导热材料的不同需求及其

使用效果。 

 

 



一、氮化物相关报告 

导热界面材料制备是一门有机材料和无机材料的综合工艺，其中氮化铝和氮化硼的应

用最为广泛，氮化硅也慢慢发展成导热行业的新秀。本次论坛的报告主要集中在氮化物填

料方面，相关报告有中科院物化所的赵宏伟研究员的《燃烧合成氮化硅》、中科院合肥物

质科学研究院田兴友研究员《氮化硼掺杂石墨烯导热材料在电子封装中的应用》、北京化

工大学毋伟教授的《六方氮化硼纳米片的宏观制备及在导热填料中的应用》、厦门钜瓷科

技的鲁慧峰博士的《氮化铝粉体的改性及其作为导热填料的应用》、青岛瓷兴新材料崔巍

博士的《氮化硅粉体在导热填料中的应用前景》。 

田兴友老师在报告中简明扼要地从宏观战略及实际技术问题出发，阐述了高导热的基

板材料已成为高功率密度电子器件领域的重要发展方向，尤其高端散热材料急需研究开发

和实现国产化。并指出基体与高导热组分的复合是实现高导热性能的重要途径，报告中分

别介绍了 h-BN/聚合物基导热复合材料在界面处理方面的几种结构设计研究思路，包括各

向同性（6种制备方法）、水平取向（8种制备方法）、垂直取向（2种制备方法），氮化硼

和石墨烯复合的微纳复合结构主要还是倾向于做绝缘处理。 

  
吴赟副教授（原名为淄博新阜康的青州方舟材料）分享了氮化硼粉体的几种制备工艺

及成熟化产品，其中硅硼氧氮新型陶瓷粉体各项理化指标处于行业领先，报告中以实例展

示了不同指标的氮化硼粉体在各场景的实际应用。 

鲁慧峰博士（厦门钜瓷）的报告中介绍了氮化铝粉体的几种较大潜力的应用场景，并

分享了实际生产的小颗粒单晶及大颗粒多晶氮化铝填料粉末的制备技术和改性技术。主要

是通过表面处理解决氮化铝易水解的问题。 

 



立方碳化硅与金刚石和立方氮化硼结构相似，在导热填料中有良好的应用前景，但目

前在高纯度碳化硅粉体的制备上仍存在较大的技术难度，王晓刚教授在报告中详细讲述了

碳化硅的材料特性及国内外合成技术研究现状，并分享了其自主发明的基于固相法的多芯

炉法制备工艺。 

崔巍博士（青岛瓷兴）在报告中提到氮化硅基板已逐渐成为新一代电动车的标配，氮

化硅各方面较平衡的优异性能有着竞争力较强的细分市场，报告中罗列了制约氮化硅粉体

品质提升的几项“卡脖子”关键问题，并详细讲解针对问题解决的核心技术。目前氮化硅

的主要制备方法是燃烧合成，用镁作为熔化的催化剂。

 

赵宏伟博士的报告基于应用需求及粉体散热机理两大方向总结了导热填料的选取原

则，并提出理想的材料选择，对比传统的高温法制备工艺，介绍了燃烧合成工艺的制备优

势和关键调控，使用此法制出的复配型复合材料易形成搭桥的导热通道，导热效果更好。 

 



迈图高新材料的王存国经理在报告中指出，与常见的的单晶片状形态氮化硼相比，小

颗粒片状氮化硼随机方向聚集的团聚态粉体材料在热导性能上具有更好的各向同性，报告

中展现了不同加工条件对团聚体氮化硼热性能的影响，基于这方面的研究总结出提升性能

的加工工艺，在不同要求的热管理领域均有良好的性能表现。 

毋伟教授分享了一种低成本化的可规模制备六方氮化硼纳米片的优化方法，且此法制

备的六方氮化硼纳米片的表面极性可得到改善，也拓展了应用领域。常用的液相剥离技术

限制较大，无法支撑宏量的制备，宁波材料所用超声法制备也受制于设备的问题无法普

及，浓缩效率在 40%。将二维材料加工成纳米片可大大提升其性能，所以其制备方法还是

值得研究的。 

 

二、粉体级配和改性 

曾小亮研究员在《导热聚合物复合材料的制备及其界面热阻研究》报告中分享了几种

气凝胶球新型导热填料的制备方式，包括石墨烯，碳化硅纳米线气凝胶，并讲解了基于不

同原理的界面热阻测量技术。他认为一维和二维材料成为制备聚合物导热复合材料最有前

景的填料，尤其涉及到界面问题，二维比一维要好。复合材料的界面热阻是制约聚合物复

合材料导热系数的瓶颈，如何通过材料改性等手段有效降低界面热阻一直是行业内迫切解

决的难题，而准确测量界面热阻是研究的基础。 

  

单一的导热粉体材料一般在实际应用中效果不理想，工业中更倾向于不同粉体材料的

复配使用，这就带来了不同粉体间的分散工艺及与高分子材料的相容性问题，佛山金戈的

田丽权总经理着重讲解了针对此问题的复合改性技术，并介绍了几种新型导热粉体材料在



胶黏剂中的应用优势。 

现场参会的佛山金戈、东莞东超、东莞乐图等几家公司都是只做粉体改性复配，不做

原材料制备的；中铝旗下河南长兴和百图股份主要是做原材料是做原材料生产的，基本不

做改性。 

佛山金戈改性用常规的就是硅烷偶联剂 KH-550 或者 KH-550，使其尽可能进行细化，

加大与填料的接触面积，同时尽量不能有残余，以防止在制备硅胶产品时有小分子挥发分

产生。物料改性所使用的设备是反应釜，不过要求转速非常高，偶联剂是采用气化的方

式，以前大多是雾化。 

东超新材料的魏东总经理以严谨的行业数据整体介绍了现今 5G 技术的特点及发展现

状，并基于此提出 5G 对材料设计的要求，以及热管理材料的设计原则，报告中提到的几

种新型导热粉体材料也令人印象十分深刻。 

  

袁方利老师在报告中介绍了氧化铝粉体作为填料的几种应用，包括氧化铝与石墨烯进

行各种复合，并基于材料的热传输机理研究了不同形貌的氧化铝在导热性能方面的表现，

其中用等离子体方法制备出的特殊球型结构氧化铝能提供连续、高效的热导通路，大幅改

善了复合材料的热传输性能。 

 



 

解决的方法就是通过设计不同的结构进行复合，制备出高热导率的复合材料，下面给

出了不同复合材料的热性能对比，为我们的后续研究提供了很好的思路。 

  

  

站在使用方的角度，超薄的热界面材料肯定是倾向于一维材料，解决材料的缺陷问题

是关键；大家也对改性后产品应如何存放和包装都提出了问题，对水分要求不高的聚合物

基体，包装拆封后半年到一年的时间基本还是可以使用的，有水分要求的保质期内必须要

严格控制。 



三、下游应用客户需求 

1、广州回天新材料有限公司的卢雄威《一种动力电池用导热凝胶的制备及对导热填

料的要求》，对于相关问题进行了解答。动力电池的散热问题已成为新能源汽车热管理领

域最受关注的行业痛点，卢雄威专家分享的报告立足于对接下游应用的实际需求，主要介

绍了导热凝胶及垫片等导热材料在动力电池的需求发展趋势，并以下游企业的角度同样总

结了对导热粉体的需求。 

介绍了工作中涉及到的所有填料应用优缺点，价格方面是痛点，其中铝粉欧美是从中

国进口后做了绝缘处理，再卖给中国，相关技术还对中国保密。 

 

提出工作中针对客户要求的设计方案：1）导热粉体表面必须进行改性，可以降低混

合物黏度、提高导热粉体的填充量、提高产品导热系数；2）导热粉体种类、粉体粒度分

布及搭配合理；3）基体聚合物要进行蒸馏降低硅氧烷含量，减少硅油渗出，防止污染器

件；  

 



2、刘伟生针对《5G 无线充电智能设备对导热材料的需求》进行了讲解，从无线充电

的构造及关键影响因素方面整体介绍了无线充电技术的发展现状和趋势，并基于性能需求

对导热材料提出了在不同应用端的要求。无线充电的原理是磁感应，以前的产品会有充电

对不准的情况存在，改进后有磁吸一方面是对厚度、硬度有要求，一般是在 0.5mm 以下

（充电盘厚度 9mm），使用凝胶效果会好一些，但考虑价格成本还是会用垫片，不能整体

使用，要切成小块进行黏贴。另一方面出口的产品对填料也是有要求的，含镍的产品不能

使用，流动性要好，凝固时间短。并且必须是绝缘的。无线充电技术在近几年蓬勃发展，

已逐渐成为热门新兴产业，可以作为一个研究方向。 

 

四、制备设备和检测 

琅菱机械对他们家的砂磨机在混合工艺中的使用做了讲解，“让客户少走弯路就是创

造价值”这句话作为本次会议宣讲的唯一一家装备制造公司的理念切合粉体制造商的需

求，许森林在报告中分别介绍了按粒径大小细化分类的粉体加工适合的分散方式，从机理

出发提出提升分散效果的共混工艺和设备选型。 



 
通过此次的论坛，认识了到科研院所和高校的工作目标基本都是追求热导率，忽视了

在实际应用中力学性能的要求，目前的样件离商业应用还比较远。企业的实际需求讲解也

解开了我在工作中遇到一些问题的疑惑，也明白了一些在后续的研发中应该注意的问题和

研发方向。很多在热管理方面权威的老师、专家，对于我以前一些热管理方面疑惑的问题

得到了部分解答，学习到了热管理相关方面的很多知识，尤其在测试表征、产品设计、结

构构筑、应用领域等方面都有涉及，使我们的研发方向更加明确，对热管理的内容有了更

深刻的认识，为后续的研发工作提供了思路和解决方案。而且主办方中装国科(北京)新材

料研究院和北京新材料技术协会的秘书长说他们是有资质对于好的项目进行投资推荐的，

为后续产品应用和转化多提供了一种可能。 


